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dn 18.06.2021r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr Geonav/ZO/06/2021

Request of Quotation no. Geonav/ZO/06/2021

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO/ NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY
ChipCraft Sp. z o.o.
Bohdana Dobrzańskiego 3/bs073

20-262 Lublin

www.chipcraft-ic.com
NIP: 946-265-99-10

ChipCraft Sp. z o.o.

3 Dobrzańskiego St. apt. BS073, 
20-262 Lublin, Poland, VAT: PL9462659910, 
KRS 0000615280, REGON 364311086

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ORDER DESCRIPTION:

Kod CPV: 31712110-4 Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu “Galileo dual frequency, 5G, IoT devices and services for Drones, Assets Management and Elite sport” (Geonav IoT) współfinansowanego 
w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 870249 ze środków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (European GNSS Agency – GSA).

Przedmiotem zamówienia jest opakowanie struktur półprzewodnikowych z pilotażowej serii testowej dostarczonych przez Zamawiającego w obudowy plastikowe i wykonanie połączeń struktury półprzewodnikowej oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zaprojektuje, wykona i skonfiguruje niezbędną matrycę/ramkę do produkcji i montażu serii inżynieryjnej oraz produkcyjnej.
Przed obudowaniem Wykonawca część serii produkcyjnej układów scalonych przetestuje na poziomie płytki krzemowej. Po obudowaniu Wykonawca wykona finalne testy części serii produkcyjnej układów scalonych w obudowie. Zamawiający dostarczy wstępny plan wymaganych testów, dokumentacje układu scalonego NaviSoC wraz z przebiegami testującymi. Wykonawca opracuje i wykona niezbędny sprzęt i oprogramowanie do testowania dopasowane do testowanej struktury na podstawie informacji od Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania.

The subject of the order is implemented under the Project “Galileo dual frequency, 5G, IoT devices and services for Drones, Assets Management and Elite sport” (GEONAV IoT). Project has received funding from the European GNSS Agency under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 870249.

The subject of the order is IC dies packaging and wire bonding of IC dies from engineering pilot lot delivered by Ordering Party made according to the design provided by the Ordering Party in GDSII and/or DXF format and shipment of the packaged chips to the Ordering Party facility. The contractor will design, made and setup necessary leadframe artwork & tooling for assembly engineering and production lots.
Before an assembly, the Contractor will test part of the pilot production lot of IC dies at the silicon Wafer Level. After assembly, the Contractor will perform Final Tests of assembled parts of the pilot production lot of IC in the packaging. The Ordering Party will provide a preliminary test’s plan with the required tests, documentation of the NaviSoC IC and test patterns. The contractor will develop and made necessary test hardware and software solution customised for Device Under Test based on the provided inputs by ordering party.
Detailed description of the subject of the order can be found in Attachment No. 1 to the request of quotation.
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE RELIZACJI ZAMÓWIENIA/ REQUIREMENTS CONCERNING THE ORDER PROCESSING:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia.
Contractors who have appropriate knowledge and experience allowing for the proper implementation of the contract may apply for the award of the contract.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) dla płytki krzemowej nr #2: maksymalnie 4 tygodnie od dostarczenia płytki krzemowej nr #2 do siedziby Wykonawcy;
2) dla płytek krzemowych nr #3-#6: maksymalnie 3 miesiące od dostarczanie płytek krzemowych nr #3-#6 do siedziby Wykonawcy.

The deadline for completing the subject of the order:
1) for wafer no. #2: maximum 4 weeks from delivering wafer no. #2 to Contractor’s Office;
2) for wafers no. #3-#6: maximum 3 months from delivering wafers no. #3-#6 to Contractor’s Office.
4. WYNAGRODZENIE/ Payment
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty, upusty i rabaty związane z realizacją niniejszego zamówienia w tym koszty transportu do siedziby zamawiającego, należne podatki, itp. Koszty wszystkich materiałów (m.in. ramek obudów, miedzianych drutów, itp.), obudowywania oraz zapakowania gotowych układów scalonych w taśmy, rolki, tacę lub tubę i wysłania do Zamawiającego muszą być zawarte w cenie usługi. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy.
The price given in the offer must include all costs, discounts and allowances related to the execution of this contract including transport costs to Ordering Party headquarters, taxes, etc. All materials (incl. but not limited to leadframe, Au/Cu wire, e.g.), assembly and drypacking in cut tape, reel, tray or tube of assembled ICs and logistic and delivery to Ordering Party must be included in the ordered service price. The Ordering Party consents to grant the Contractor an advance payment for the implementation of the subject of the contract.
5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE/ CRITERIA FOR THE EVALUATION OF THE OFFERS AND THEIR IMPORTANCE

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria oceny ofert: 
1) Wartość netto przedmiotu zamówienia - 55% w którym Punkty będą przyznane wg. następującego wzoru
(C min / C of) x 55 = liczba punktów przyznanych ofercie, 

C min – najniższa cena z zaoferowanych,

C of – cena w badanej ofercie.

2) Czas realizacji zamówienia dla płytki nr #2 - 45% w którym punkty zostaną przyznana wg. następującej skali: 
      4 tygodnie i więcej = 0 pkt , 3 tygodnie +15 pkt, 2 tygodnie +30 pkt. 1 tydzień +45 pkt.
2. Cenę należy podać w złotych polskich, EURO lub USD z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający do oceny ofert przeliczy cenę w walucie obcej wg. kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Każdy Oferent może przysłać jedną ofertę, sporządzoną w sposób czytelny, w języku polskim lub angielskim.

1. When selecting the best offer from among offers not subjected to rejection, the Ordering Party will use the following offer evaluation criteria: 
1) The net value of the subject of the contract - 55% in which the points are going to be awarded according to following pattern:

(C min / C of) x 55 = number of points awarded by offer 

C min – the lowest price of the offered,

C of – price in the evaluated offer.


2) Term of realization of the contract for wafer no. #2 - 45%. The points are going to be awarded according following scale:

      4 weeks and more = 0 points, 3 weeks = +15 points, 2 weeks = +30 points, 1 week=+45 points
2. The price should be given in Polish zloty, EURO or USD with an accuracy of two decimal places.

3. The ordering party will calculate the price in a foreign currency according to the NBP rate on the opening day of offers.

6. Zasady zapytania ofertowego/ Offer inquiry rules
1) Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny w języku polskim lub angielskim. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Z Wykonawcą zawarta zostanie umowa.
1) The offer must be made in a clear language in Polish or English. Each Bidder may send one offer. A contract will be concluded with the Contractor.

2) Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
2) The contracting authority cannot be held liable for any costs, or expenses incurred in connection with the    preparation and delivery of the offer.

3) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Offers that will be received after the deadline will not be considered.
4) Zamawiający wybierze ofertę zgodnie ze wskazanym kryterium oceny ofert.
4) The ordering party will select the offer in accordance with the indicated offer evaluation criterion.
5) Niniejsza zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami).

5) This inquiry does not constitute an offer in accordance with art. 66 of the Civil Code, as well as it is not an announcement within the meaning of the Public Procurement Law (Journal of Laws of 2018, item 1986 with subsequent amendments).

6) Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

6) The invitation is not a procurement procedure within the meaning of the provisions of the Public Procurement Law and does not form an obligation to accept any of the offers.
7) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa
7)The offer should be signed by a person authorized to act on behalf of the Contractor, if necessary, a power of attorney in accordance with the law should be attached. 
8) Oferent zapewnia Zamawiającego, że zna modelową umowę grantową w ramach Programu Horyzont 2020 (H2020 Programme, Model Grant Agreement, wersja 5.2, z dnia 26 czerwca 2019), stanowiącą podstawę Umowy Grantowej i wynikające z tego typu umów obowiązki beneficjenta, w szczególności w zakresie postanowień art. 13 (Implementation of Action Tasks by Subcontractors), art. 22 (Checks, Reviews, Audits and Investigation - Extension of Findings), art. 23 (Evaluation of the Impact of the Action), art. 35 (Conflict of Interests), art. 36 (Confidentiality), art. 38 (Promoting the Action - Visibility of EU Funding), art. 46 (Liability for Damages) i przyjmuje na siebie zobowiązanie do przestrzegania jej postanowień w zakresie w jakim odnoszą się one do podwykonawcy, w rozumieniu modelowej umowy grantowej.
8) The Contractor acknowledges and undertakes to comply with the provisions of the grant agreement used under the Horizon 2020 Program (H2020 Programme, Model Grant Agreement, version 5.2, dated June 26, 2019, https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf), especially in the scope of the provisions of Article 13 (Implementation of Action Tasks by Subcontractors), Article 22 (Checks, Reviews, Audits and Investigation - Extension of Findings), Article 23 (Evaluation of the Impact of the Action), Article 35 (Conflict of Interests), Article 36 (Confidentiality), Article 38 (Promoting the Action - Visibility of EU Funding), Article 46 (Liability for Damages).
7. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT/
 DATE, PLACE AND METHOD OF SUBMITTING OFFERS
Oferty zawierające opis i wycenę przedmiotu zamówienia należy składać w terminie do 28.06.2021 do godz. 10:00.

Offers containing a description and evaluation of the subject of the contract should be submitted by 28.06.2021 until 10:00am.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej (zalecany skan PDF) na adres e-mail: 
T.Borejko@chipcraft-ic.com
Osoba do kontaktu: Tomasz Borejko: T.Borejko@chipcraft-ic.com
The offer should be send in an electronic version (recommended PDF scan) to the e-mail address: T.Borejko@chipcraft-ic.com
Contact person: Tomasz Borejko: T.Borejko@chipcraft-ic.com
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia /Attachment no. 1 Description of the subject of the contract 
Załącznik nr 2 Formularz oferty /Attachment no. 2 Offer form
ZAŁĄCZNIK 1/ ATTACHMENT NO 1
Geonav/ZO/06/2021
Opis przedmiotu zamówienia/ Description of the subject of the contract
Postępowanie numer (Geonav/ZO/06/2021)/ Proceeding number Geonav/ZO/06/2021
	Lp.

No.
	Wymagana informacja

Information required
	Szczegóły oferty

Offer details

	Lp.

No.
	Parametr techniczny

Technical parameter
	Wymagany przez Zamawiającego

Required by the Ordering Party
	Oferowany przez Wykonawcę* (Wykonawca jest zobowiązany wpisać potwierdzić spełnianie poszczególnych wymogów)
Offered by the Contractor * (The Contractor is obliged to enter confirm that the individual requirements have been met)

	1
	
	Przedmiotem zamówienia jest opakowanie struktur półprzewodnikowych z pilotażowej serii testowej dostarczonych przez Zamawiającego w obudowy plastikowe i wykonanie połączeń struktury półprzewodnikowej z wyprowadzeniami obudowy zgodnie z projektem Zamawiającego dostarczonym w pliku graficznym, wektorowym w formacie GDSII i/lub DXF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zaprojektuje, wykona i skonfiguruje niezbędną matrycę/ramkę do produkcji i montażu serii inżynieryjnej oraz produkcyjnej.
Przed obudowaniem Wykonawca cześć serii produkcyjnej układów scalonych przetestuje na poziomie płytki krzemowej. Po obudowaniu Wykonawca wykona finalne testy części serii produkcyjnej układów scalonych w obudowie. Zamawiający dostarczy wstępny plan wymaganych testów, dokumentacje układu scalonego NaviSoC wraz z wzorcami testów. Wykonawca opracuje i wykona niezbędny sprzęt i oprogramowanie do testowania dopasowane do testowanej struktury na podstawie informacji od Zamawiającego.
Szczegółowe warunki zamówienia są następujące:

The subject of the order is IC dies packaging and wire bonding of IC dies from engineering pilot lot delivered by Ordering Party made according to the design provided by the Ordering Party in GDSII and/or DXF format and shipment of the packaged chips to the Ordering Party facility. The contractor will design, made and setup necessary leadframe artwork & tooling for assembly engineering and production lots.
Before an assembly, the Contractor will test part of the pilot production lot of IC dies at the silicon Wafer Level. After assembly, the Contractor will perform Final Tests of assembled parts of the pilot production lot of IC in the packaging. The Ordering Party will provide a preliminary test’s plan with the required tests, documentation of the NaviSoC IC and test patterns. The contractor will develop and made necessary test hardware and software solution customised for Device Under Test based on the provided inputs by ordering party.
The detailed conditions of the order are as follows:
	

	2
	Cechy projektu

Features of the project
	Zamawiający oświadcza, że projekt jest ostateczny, został poddany wszystkim wymaganym weryfikacjom i spełnia wszystkie warunki techniczne wymagane dla pakowania struktur półprzewodnikowych.
Zamawiający dostarczy układy scalone w postaci niepociętych płytek krzemowych o wymiarze 8”.

Obudowa QFN o 88 wyprowadzeniach i wymiarach 10mm x 10mm oraz rozstawie wyprowadzeń 0,4mm.

Miedziany drut do wykonania połączeń struktury półprzewodnikowej z wyprowadzeniami obudowy.

Odstęp między polami montażowymi na strukturze krzemowej minimum: 65 µm.

Wymiary okien w pasywacji układu scalonego do wykonania połączeń struktury półprzewodnikowej z wyprowadzeniami obudowy: 55,0µm x 79,5µm.

The contracting authority declares that the project is final, has been subjected to all required verification and meets all technical requirements required for IC dies packaging.
The Ordering Party will deliver ICs in the form of uncut 8 ”silicon wafers.

QFN package with 88 pins and dimensions 10mm x 10mm and pin pitch 0.4mm.

Copper bonding wires.

IC dies pads minimum pitch: 65µm.

Pad passivation openings: 55,0µm x 79,5µm.
	

	3
	Czynności do wykonania w ramach zamawianej usługi

Work to be done in the framework of ordered services
	Wykonanie formy produkcyjnej ramki obudowy oraz przygotowanie oprzyrządowania na podstawie projektu połączeń montażowych przygotowanych przez Zamawiającego do obudowywania układów scalonych.
Opracowanie sprzętu do testowania na poziomie płytek krzemowych oraz u.s. w obudowach w tym projekt schematów i PCB oraz walidacja rozwiązania. Wyprodukowanie i zmontowanie PCB do środowiska testowego. Zaprojektowanie i wytworzenie podstawki przemysłowej do testera u.s. w obudowach. Opracowanie i wytworzenie karty ostrzowej.
Opracowanie oprogramowania do testera płytek krzemowych oraz u.s. w obudowach w tym zakodowanie programu, konwersja przebiegów testujących, debugowanie i walidacja.
Szlifowanie i cięcie dostarczonych płytek krzemowych z układami scalonymi.

Montaż w obudowie i wykonanie połączeń drucianych z miedzi.

Testy niepociętych płytek nr #3-#6 na poziomie pytki krzemowej.

Wygrzewanie obudowanych układów scalonych i zapakowanie w torebki do transportu.

Koszty wszystkich materiałów (m.in. ramek obudów, miedzianych drutów, itp.), obudowywania oraz zapakowania gotowych układów scalonych w taśmy, rolki, tacę lub tubę i wysłania do Zamawiającego muszą być zawarte w cenie usługi.

Realization of the leadframe design, artwork and tooling based on bonding diagram design delivered by Ordering Party for assembly of ICs.
Development of testing hardware for wafer and final test solution including PCB schematics, design and validation. Fabrication and assembly PCBs for test solution. Designing and fabrication industrial socket for final test loadboard. Probe card development and fabrication.
Development of testing software for wafer and final test solution including test program coding, patterns conversions, debug and validation.
Back-grinding and step-cut dicing of delivered silicon wafers.

Copper bonding, encapsulation in the plastic package.

Wafer Level testing of wafers #3-#6.

IC’s bake (MSL3) and package in T&R dry pack.

All materials (incl. leadframe, Au/Cu wire, e.g.), assembly and drypacking in cut tape, reel, tray or tube of assembled ICs and logistic and delivery to Ordering Party must be included in the ordered service price.
	

	4
	Liczba zamawianych płytek krzemowych do obudowania i przetestowania

The number of silicon wafers for assembly
	1 do 5 w następujących krokach:

- Obudowanie u.s. z płytki nr #2 bez testowania u Wykonawcy na podstawie testów pamięci Flash wykonanej przez fabrykę struktur krzemowych. Fabryka u.s. dostarczy mapę dobrych chipów.

- Przetestowanie 4rech płytek krzemowych nr #3-#6, obudowanie i przetestowanie w obudowach.

Zamawiający po każdym ww. kroku będzie samemu weryfikował pomiarowo działanie obudowanych układów scalonych z każdej płytki i na tej podstawie przechodził do kolejnego kroku lub zakończy realizację zamówienia.

1 to 5 in the following steps:

- Blind assembly of wafer no. #2 without WT and FT by Contractor. Assembly based on e-map with good dies provided by a silicon foundry from Flash CP.

- Wafer level testing of 4 wafers no. #3-#6, assembly and Final Testing in packages.

After each step above, the Ordering Party will verify in-house by measurements the assembled ICs and on this basis proceed to the next step or complete the order.
	

	5
	Termin wykonania zamówienia:

The term of the contract:
	1) dla płytki krzemowej nr #2: maksymalnie 4 tygodnie od dostarczenia płytki krzemowej nr #2 do siedziby Wykonawcy;

2) dla płytek krzemowych nr #3-#6: maksymalnie 3 miesiące od dostarczanie płytek krzemowych nr #3-#6 od siedziby Wykonawcy.

1) for wafer no. #2: maximum 4 weeks from

delivering wafer no. #2 to Contractor’s Office;

2) for wafers no. #3-#6: maximum 3 months from delivering wafers no. #3-#6 to Contractor’s Office.
	

	6
	Termin płatności

Payment due
	Nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Zamawiającego faktury.
Not shorter than 14 days from receiving an properly issued invoice by an Ordering Party.
	

	7
	Standardy

Standards
	Zamówienie powinno być wykonane z zastosowaniem standardowych stosowanych w przemyśle półprzewodnikowym warunków pakowania struktur półprzewodnikowych oraz wykonania połączeń struktury półprzewodnikowej z wyprowadzeniami obudowy i testowania u.s.

The order should be made using standard semiconductor industry conditions for IC dies packaging, wire bonding of IC dies and WF/TF of ICs.
	


ZAŁĄCZNIK 2/ ATTACHMENT NO 2
Geonav/ZO/06/20210
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Dla / For
ChipCraft Sp. z o.o.
Bohdana Dobrzańskiego 3/bs073

20-262 Lublin

www.chipcraft-ic.com
NIP: 946-265-99-10

ChipCraft Sp. z o.o.

3 Dobrzańskiego St. apt. BS073, 

20-626 Lublin, Poland, VATPL 946 265 99 10, 

KRS 0000615280, REGON 364311086

MY NIŻEJ PODPISANI / WE UNDERSIGNED 

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz / acting on behalf of
_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /
 (name (company) and address of the Contractor / Contractors)
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia / 
OFFER the execution of the order specified in attachment no. 1 the Description of the subject of the contract.
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: / OFFER the execution of the order:
	Lp.

No.
	Przedmiot zamówienia

Subject of the contract
	Cena netto
Net price PLN/USD/EURO*
	Termin wykonania pakowania płytki nr #2:/ 
Term of wafer no #2 assembly:

	1
	Opakowanie struktur półprzewodnikowych z pilotażowej serii testowej w obudowy i przetestowanie części układów scalonych oraz opracowanie oprogramowania i sprzętu do testowania
IC dies assembly from engineering pilot lot, testing part of ICs, software and hardware development for test solution
	…………………PLN/USD/EURO*
	………… tygodnie od dostarczenia płytki krzemowej nr #2 do siedziby Wykonawcy.
………… weeks from delivering wafer no. #2 to Contractors Office.


Cena słownie/write amount in words  ……………………………………………………………..………………………………)

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:/ We undersigned hereby declare that:
1. zapoznałem(zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym, w tym w załączniku nr 1 oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych;

we have read in sufficient and necessary manner the detailed scope of the order contained in the Request of Quotation, including Appendix No. 1 and all necessary information required to fulfill the order. Ignorance with the rules of above cannot be the cause of additional financial claims;

2. instytucja, którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;

company, that we represent is not in arrears with the payment of taxes, as well as with payment of social security and health insurance premiums or other premiums required by separate regulations;

3. instytucja, którą reprezentuję znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ponadto wobec firmy nie ogłoszono i nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji;

company, that we represent is in an economic and financial situation that ensures the execution of the contract. In addition, no bankruptcy or liquidation procedure has been launched against the company;

4. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

all the costs of the contract have been included in the price of the offer;
5. jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;

the quote is valid for 60 days - the first day of validity of the quote is the next day after expiry of Request of Quotation;
6. akceptuję(emy) przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności;

we accept payment terms provided by the Purchaser;

7. Oświadczam, iż nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

· posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

· pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

we declare that we are not personally or capitally associated to the Purchaser. By personal or capital association is meant the interrelationship between the Purchaser or persons authorized to incur liabilities on behalf of the Purchaser or persons performing on behalf of the Purchaser activities related to the preparation and conduct of the Request of Quotation with the Contractor, in particular in:

· participating in the company as a partner;

· holding at least 10% of shares or stocks;

· performing function of a member of the supervisory or management body, a commercial proxy or a proxy

· marital relationship or in a relation of affinity in a straight line (parents, children, grandchildren, parents-in-law, son-in-law, daughter-in-law) or in the relationship of affinity in the sideline to the second degree (siblings, relatives of the spouse) or being in the relationship of adoption, care or guardianship;

8. Oświadczamy, iż posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia. Zamówienie, które będzie dostarczone jest wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nie narusza praw autorskich twórców.

We declare that we have appropriate knowledge and experience allowing for the proper implementation of the contract. The order to be delivered is free of legal and physical defects and do not violate the copyrights of the authors.
9. Oferent zapewnia Zamawiającego, że zna modelową umowę grantową w ramach Programu Horyzont 2020 (H2020 Programme, Model Grant Agreement, wersja 5.2, z dnia 26 czerwca 2019), stanowiącą podstawę Umowy Grantowej i wynikające z tego typu umów obowiązki beneficjenta, w szczególności w zakresie postanowień art. 13 (Implementation of Action Tasks by Subcontractors), art. 22 (Checks, Reviews, Audits and Investigation - Extension of Findings), art. 23 (Evaluation of the Impact of the Action), art. 35 (Conflict of Interests), art. 36 (Confidentiality), art. 38 (Promoting the Action - Visibility of EU Funding), art. 46 (Liability for Damages) i przyjmuje na siebie zobowiązanie do przestrzegania jej postanowień w zakresie w jakim odnoszą się one do podwykonawcy, w rozumieniu modelowej umowy grantowej.

The Contractor acknowledges and undertakes to comply with the provisions of the grant agreement used under the Horizon 2020 Program (H2020 Programme, Model Grant Agreement, version 5.2, dated June 26, 2019, https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf), especially in the scope of the provisions of Article 13 (Implementation of Action Tasks by Subcontractors), Article 22 (Checks, Reviews, Audits and Investigation - Extension of Findings), Article 23 (Evaluation of the Impact of the Action), Article 35 (Conflict of Interests), Article 36 (Confidentiality), Article 38 (Promoting the Action - Visibility of EU Funding), Article 46 (Liability for Damages).
9. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zamówień publicznych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

We consent to the processing of our personal data for the purposes necessary for the implementation of the public procurement process (in accordance with the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (RODO)).

10. Jestem(śmy) świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
we are aware of liability for making a false statement.
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować na poniższy adres: /
All correspondence regarding this procedure should be directed to the following address:
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 e-mail _______________________________ tel. ______________________________

12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: / ATTACHEMENTS to the Offer are:

1) Opis przedmiotu zamówienia (Description of the subject of the contract),

2) Pełnomocnitwo/ power of attorney (if require)
3) _________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić / delete inappropriate
__________________ dnia / date __._..........._.2021 r.
                                         __________________________

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

(signature of Contractor / Representative)



OFERTA / OFFER
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